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この度 1 1月 13日の電子デバイスの信頼性シンポジウムと

1 1月 14 日の E 0 S / E S Dシンポジウムからなる第 l囲 Rc J 
信頼性シンポジウムが開催される運びとなりました。

もとより電子機器・システムの機能は高性能化、大規模化して

V L S I化が進み、これらを支える技術として SMD  （表面実装部

品） / S M T （表面実装技術）の信頼性評価技術と CM 0 S I C 

のラッチアップ現象の評価が注目されるポイントの lつとなって参

りました。

新しいデバイスやその実装技術の信頼性評価方法の標準化は、重

要問題でありますが、どうしても後追いとなって居ります。

また、もう lつの分野として、近年静電気放電（ E S D ）に敏感

なデバイスを用いた電子機器の Es D陣害事故が発生して社会問題

ともなっております。

その対策については、例えば IEC/TC40  （回路部品）

T C 4 7 （半導体デバイス）、ず c6 5 （工業プロセス計抑制御）
の各専門委員会においても標準的な Es D耐性評価方法について活

発な検討が進められております。

R C Jでは新しく平成 3年度から電子部品・電子機器等の信頼性

評価技術に関する IE C規格の普及・啓蒙と併せて新しい IE C規

格が日本から提案できるようその基礎資料の蓄積・充実を図ること

を念、じつつ関係企業及び大学、研究所の技術者の方々の参加の下に

自由に十分討議できる場を提供すペく第 1回 Rc J 信頼性シンポ
ジウムが設定されました。

日本も技術大国の道を創意をもって推進させ、その結果をもって

例えば I E C, I S O等の場を通じ国際的な貢献をなすべく各企業

の皆様も張切っておられますので、是非若い技術者の方々の参加を

得て活発な活動を展開させて行きたいものであります。

終わりになりましたが、本シンポジウムの開催にあたり、色々と

ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会及び発表者各位、さらに協賛

諸団体の方々に心からお礼申し上げます。

R C J 信頼性シンポジウム運営委員会

委員長 後川昭雄
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